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Chiptrager fur em Chipmodul und Verfahreo zur Herstellung des Chipmoduls 


15 Die vorliegende Erfindung betrifft einen Chiptrager mit einem Substrat 
und auf dem Substrat angeordneten AnschluBleitern, wobei die An- 
schluJileiter streifenformig ausgebildet sind und sich parallel iiber das 
Substrat erstrecken. Des weiteren betrifft die Erfindung ein unter Ver- 
wendung des Chiptragers hergestelltes Chipmodul sowie ein Verfahren 
20 zur Herstellung eines derartigen Chipmoduls. 

Zur Herstellung von Chipmodulen werden iiblicherweise Chiptrager 
verwendet, die auf ihrer Oberflache mit einer Leiterbahnstruktur zur 
9 _ Verbindung mit erhohten Kontaktmetallisierungen des Chips versehen 

sind. Die Verwendung von durch Atzverfahren hergestellten Leiterbahn- 
25 strukturcn crm8glicht zwar bclicbigc und insbcsondcrc komplex aufge- 
baute Leiterbahnstrukturen. Jedoch erfordert allein schon die Bereitstel- 
lung bzw. Herstellung der ublichen Chiptrager unabhangig vom eigentli- 
chen Kontakticrungsvorgang mit dem Chip zur Herstellung des Chipmo- 
duls bereits eine komplexe und entsprechend aufwendige Verfahrenswei- 
30 se. So erfordert die Anwendung von Atztechniken einen entsprechenden 
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Aufbau der Tragerschicht des Substrats, die neben einer sog. Atzstop- 
schicht bei Aawendung von lithographischen Verfahrcn zur Definition 
der Leiterbahnstruktur auch mit einer Lackbeschichtung versehen sein 
muB. 

5 Aus der DB 195 41 039. Al ist ein Chipmodul mil einem Chiptrager 

bekannt, bei dem die auf einer Isolationsschicht ausgebildeten AnschluB- 
leiter sich streifenformig und parallel zueinander angeordnet iiber die 
Isolationsschicht des Substrats erstrecken und jeweils einer erhobten 
Kontaktmetallisierung eines Chips zugeordnet sind. Zur Herstellung des 

10 bekannten Chipmoduls sind die einzelnen Substrate der Chiptrager auf 
einem endlosen Substrattrager angeordnet, der iiber die sich kontinuier- 
lich iiber den Substrattrager erstreckenden AnschluBleiter mit den einzel- 
nen Substraten verbunden ist. Bei dem bekannten Verfahren dient der 
filmartig ausgebildete Substrattrager lediglich zur Verbindung der An- 

15 schlufileiter mit dem Substrat. 

Ausgehend von dem bekannten Stand der Technik liegt der Eifindung die 
Aufgabe zugrunde, einen Chiptrager fur ein Chipmodul bzw. ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines Chipmoduls bereitzustellen, das einen gegen- 
iiber den bekannten Chipmodulen besonders einfachen Aufbau aufweist 
20 und damit die MSglichkeit einer besonders kostengtinstigen Herstellung 
eroffnet. 

Diese Aufgabe wird durch einen Chiptrager mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelost. 

Bei dem erfindungsgemaBen Chiptrager bestehen die AnschluBleiter aus 
25 auf das Substrat aufgebrachten elektrisch leitfahigen AnschluBbandern, 
und das Substrat ist durch eine Tragerfolie gebildet. 

Aufgrund der Ausbildung der AnschluBleiter als AnschluBbHnder, die in 
ihrer Ausbildung unabhangig von der Tragerfolie sind, kann auf eine 
Herstellung der AnschluBleiter in aufwendiger Atztechnik verzichtet 
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werden. Der erfindungsgemafie Chiptrager besteht demnach aus einer 
Kombination von einer Tragerfolie und AnschluBbandern, die jeweils im 
Ausgangszustand voneinander unabhangige Elemente darstellen,. so daB 
zur Herstellung des Chiptragers keine besonderen Technologies wie 
5 beispielsweise die Anwendung eines Atzverfahrens, sondern viehnehr ein 
einfacher Verbindungs- oder Fiigevorgang ausreichend ist, wobei das 
Substrat in unmittelbarer Weise durch die Tragerfolie gebildet ist. Durch 
die Ausbildung des Substrats als Tragerfolie werden anch besonders flach 
ausgebildete Substrate moglich. 

10 Bei einer besonders vorteilhaften Ausfiihrungsform des Chiptragers ist 
die Tragerfolie auf ihrer den AnschluBbandern gegenuberliegenden Seite 
mit zumindest einem weiteren leitfahigen Band versehen, derart, da/3 die 
isolierende Tragerfolie als Zwischenlage zwischen den AnschluBbandern 
einerseits und dem weiteren leitfahigen Band andererseits angeordnet ist. 

15 Durch die Hinzufugung dieses zumindest einen weiteren leitfahigen 

Bands auf der Gegenseite der Tragerfolie wird eine Kondensatorstruktur 
realisiert, die nach einer Kontaktierung der AnschluBbander mit einem 
Chip in einer Parallelschaltung mit dem Chip angeordnet ist. Dieser 
besondere Aufbau des Chipmoduls erdffnet gerade im Bereich der Trans- 

20 pondertechnik bei Kontaktierung der AnschluBbander mit einer Spulen- 
einheit den besonderen Vorteil, dafl die Reichweite der durch die Kombi- 
nation des Chips mit der Spuleneinheit gebildeten Transpondereinheit 
deutlich erhoht werden kann. 

Insbesondere hinsichtlich einer automatisierten Herstellung von Chipmo- 
25 dulen unter Verwendung der Chiptrager erweist es sich als vorteilhaft, 
wenn die AnschluBbander zumindest abschnittsweise mit einem Verbin- 
dungsmaterialauftrag zur Kontaktierung mit den Kontaktmetallisierungen 
des Chips versehen sind s urn ohne weiteren Zwischenschritt nach Bereit- 
stellung des Substrats unmittelbar die Kontaktierung des Chips auf den 
30 AnschluBb&ndern durchfuhren zu konnen. Dieser Verbindungsmaterial- 
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auftrag kann beispietsweise aus einem Verbindungslotauftrag oder auch 
aus dem Auftrag eines eiektrisch leitfahigen Klebers oder dergleichen 
bestehen. 

Wenn die AnschluBbander zumindest abschnittsweise mit einer Kontakt- 
5 nietallisierung zur Kontaktierung mit den erhohten Kontaktmetallisierun- 
gen des Chips vcrsehen sind, Iassen sich qualitativ besonders hochwerti- 
ge, d.h. zuverlassige, Verbindungen, insbesondere aufgrund der durcb die 
Kontaktmetallisierung verbesserten Oberflachenqualitat der AnschluB- 
bander, reaiisieren. Im ubrigen ist es natiirlich auch mOglich, basierend 
10 auf AnschluBbandern aus Kupfer oder einer Kupferiegierung eine unmit- 
telbare Verbindung zu den KontaktmetalHsierungen des Chips herzustel- 
ien, insbesondere dann, wenn die KontaktmetalHsierungen des Chips eine 
Blei/Zinnlegierung oder ahnliche Legierungen mit entsprechend niedri- 
gem Schmelzpunkt aufweisen. 

15 Wenn die AnschluBbander des CbiptrSgers mit AnschluBenden einer 

Spuleneinheit verbunden sind, kann der Chiptrager als Basiseinheit fur 
die Herstellung einer Transpondereinheit dienen, derart, dafl die Basi- 
seinheit lediglich noch durch die Kontaktierung mit einem Chip ergMnzt 
werden mufl. 

20 Basierend auf dem vorstehend erlauterten Chipmodul ist es auch mSglich, 
wie bereits vorstehend erwahnt, ein Transpondermodul bereitzustellen, 
bei dem erfindungsgemaB die mit den KontaktmetalHsierungen des Chips 
kontaktierten AnschluBbander zudem mit AnschluBenden einer Spulen- 
einheit verbunden sind. 

25 Bei dem erfindungsgemaBen Chipmodul sind die KontaktmetalHsierungen 
des Chips mit der Oberseite der AnschluBbander des Chiptragers kontak- 
tiert. Abgesehen davon, dafi zur Herstellung des Chipmoduls eine einfa- 
che Fiip-Chip-Kontaktierung moglich ist, bietet dieser Aufbau des Chip- 
moduls den Vorteil, daB die den AnschluBbandern gegenUberliegende 

30 Seite des Substrats fur weitcre Applikationen zur Verfttgung steht. 
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Wenn zudem die mit den Kontaktmetalisierungen des Chips kontaktierten 
AnschluBbander mit Anschluflenden einer Spuleneinheit verbunden sind, 
ist ein Transpondermodul mit besonders einfachem Aufbau gescliaffen. 

Das erfindungsgemafle Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls weisr 
5 die Verfahrensschritre auf: 

- Aufbringung von zumindest zwei elektrisch leitfahigen AnschluBbiin- 
dern auf eine Seite einer Tragerfolie, derart, daB die AnschluBbander sich 
in paralleler Anordnung liber die Tragerfolie erstrecken, und 

- Kontaktierung von Kontaktrnetallisierungen des Chips mit den An- 

10 schluBbandcrn, derart, daB jewcils cine Kontaktmetollisierung des Chips 
mit einem AnschluBband kontaktiert ist. 

Wie eingangs unter Erlauterung der erfindungsgemSBen Struktur des 
Chipmoduls schon herausgestellt, ist das Herstellungsverfahren durch 
eine geringstm6gliche Anzahl von Verfahrensschritten gekennzeichnet, 
15 dadurch bedingt, daB das mit AnschluBleitern versehene Substrat durch 
einfache Kombination von Anschluflbandern mit einer Tragerfolie reali- 
siert wird und die Art der erfindungsgemaBen Kontaktierung eine einfa- 
che Flip-Chip-Kontaktierung ermoglicht. 

Wenn vor der Kontaktierung der AnschluBbander mit dem Chip die 
20 Kontaktierung der AnschluBbander mit der Spuleneinheit erfolgt, ist 

durch einen ersten Teil des Herstellungsverfahrens, der auch unabhangig 
von der nachfolgenden Kontaktierung mit dem Chip ausgefuhrt werden 
kann, als Zwischenprodukt ein Chiptrager realisiert, der unmittclbar zur 
Herstellung von Transpondereinheiten verwendet werden kann. 

25 Eine besonders wirtschaftliche Variante des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens wird realisierbar> wenn die Aufbringung der AnschluBbander auf die 
Tragerfolie kontinuierlich erfoigt, derart, daB die AnschluBbander und die 
Tragerfolie als Endlosbander bereitgestellt werden und in einem Kontakt- 
bereich unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich gegeneinander 

30 bewegt werden. 
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Wenn die Tragerfolie vor Ausbildung des Kontaktbereichs mit den 
AnschluBbandern in definierten Abstanden mit Fenster6ffnungen versehen 
wird, dcrart, daB im nachfolgend ausgebildeten Kontaktbereich die 
Fensteroffnungen unter Ausbildung von taschenformig ausgebildeten 

5 Kontaklaufnahmen von den AnschluBbandern abgedeckt werden, wird 
auch ohne Beeinflussung eines kontinuierlichen Verfahrensablaufs die 
Herstellung eines Chipmoduls moglich, bei dem die Kontaktmetallisie- 
rungen des Chips mit der Unterseite der AnschluBbander kontaktiert sind 
und sich der Chip selbst auf der den AnschluBbandern gegenuberliegen- 

10 den Seite der Tragerfolie befindet. 

Daroit erm6glicht diese Verfahrensvariante die Herstellung eines beson- 
ders flach oder dtinn ausgebildeten Chipmoduls. 

Die Herstellung eines Chipmoduls mit Kondensatorstruktur wird moglich, 
wenn in einer weiteren Verfahrensvariante die Tragerfolie auf der der zur 
15 Aufbringung der AnschluBbander bestimmten Seite gegenuberliegenden 
Seite mit zumindest einem weiteren elektrisch leitfahigen Gegenband 
belegt wird. Dieser Vorgang kann vor Aufbringung der AnschluBbander 
oder nach Aufbringung der AnschluBbander auf die Tragerfolie erfolgen. 

Eine besonders einfache und daher auch kostenglinstige Realisierung des 
20 Verfahrens wird moglich, wenn die AnschluBbander und/oder das zumin- 
dest eine Gegenband in einem Laminierungsverfahren auf die Tragerfolie 
aufgebracht werden> 

In diesem Zusammenhang erweist es sich auch als vorteilhaft, zur Aus- 
bildung der Haftung zwischen den AnschluBbandern und/oder dem zu- 
25 mindest einen Gegenband und der Tragerfolie einen Hot-Melt-Auftrag zu 
verwenden. 

Nachfolgend wird eine Ausfuhrungsform des Chipmoduls sowie eine 
Variante des Verfahrens zur Herstellung des Chipmoduls anhand der 
Zeichnungen naher erlautert. Es zeigen: 
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20 


Fig. 1 


einen Chiptrager zur Herstellung eines Chipmoduls in 
Draufsicht; 

Fig. 2 den in Fig. 1 dargestellten Chiptrager mit darauf kon- 

taktiertem Chip zur Ausbildung eines Chipmoduls; 

Fig. 3 eine erste Ausfiihrungsform eines Chipmoduls in einer 

Schnittdarstellung; 

Fig. 4 eine zweite Ausfiihrungsform des Chipmoduls in einer 

Schnittdarstellung; 

Fig. 5 eine dritte Ausfiihrungsform eines Chipmoduls in 

Schnittdarstellung; 

Fig. 6 ein elektrisches Ersatzschaubild fur das Substrat des in 

Fig. 5 dargestellten Chipmoduls; 

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Vorrichtung zur 

Durchfiihrung einer Variante des Verfahrens zur Her- 
15 stellung des Chipmoduls. 

Fig. 1 zcigt in Draufsicht einen Abschnitt eines Chiptragerbandes 10 mit 
einer Tragerfolie 11 und auf einer Seite der Tragerfolie 11 aufgebrachten 
AnschluBbandern 12 und 13. 

Fig. 2 zeigt das in Fig. 1 dargestellte Chiptragerband 10 mit einer Mehr- 
zahl von mit Abstand zueinander auf dem Chiptragerband 10 kontaktier- 
ten Chips 14. Wie aus Fig. 2 ersichtlich, sind die Chips 14 jcweils mit 
ihren Kontaktmetallisierungen, die fachsprachlich auch als „Bumps" 
bezeichnet werden, mit den AnschluBbandern 12, 13 in Flip-Chip-Techmk 
kontaktiert, derart, daB jeweils ein Bump 15 bzw. 16 einem AnschluBband 
25 12, 13 elektrisch leitend zugeordnet ist. 

Wie durch die Trennlinien 17 in Fig. 2 angedeutet, werden Chipmodule 
18 nach Kontaktierung der Chips 14 mit dem Chiptragerband 10 durch 
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Trennschnitte durch das Chiptragerband 10 aus dem dutch das Chiptra- 
gerband 10 zusammengehaltenen Chipmodulverbund herausgelost. 

Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung gemaB Schnittlinienverlauf III-III in 
Fig. 2. Wie zu erkennen ist, ist der Chip 14 in Flip-Chip-Tcchnik mit 

5 seinen Bumps 15, 16 auf den AnschluBbandern 12, 13 des langs den 

Trennlinien 17 aus dem Chiptragerband 10 herausgetrennten Chiptragers 
19 kontaktiert. Im vorliegenden Fall besteht die das Substrat des Chiptra- 
gers 19 bildende Tragerfolie 11 aus Kapton, das auf seiner Oberseite mit 
den AnschluBbandern 12, 13 aus sogenanntem E-Kupfer belegt ist. Zur 

10 Verbesserung der Oberflachengttte der AnschluBbander 12, 13 sind diese 
im vorliegenden Fall mit einer Kontaktmetallisierung beschichtet. Zur 
Verwendung filr den Chiptrager 19 bz%v. das Chiptragerband 10 kommen 
auch andere elektrisch nicht leitende Materialien, wie beispielsweise 
Epoxyglas, Polyester, Polykarbonat und Polyimid, in Frage, wobei 

15 insbesondere bei Anwendung eines Herstellungsverfahrens, derart, wie 
nachfolgend unter Bezugnahme auf Fig. 7 noch naher erlautert, eine 
flexible Ausbildung der Tragerfolie 11, also beispielsweise aus Polyimid, 
vorteilhaft ist. 

Fig. 4 zeigt in einer Variants ein Chipmodul 20, bei dem im Unterschied 
20 zu dem in Fig. 3 dargestellten Chipmodul 18, bei dem die Kontaktierung 
des Chips 14 mit einer Oberseite 21 der AnschluBbander 12, 13 erfolgt, 
die Kontaktierung des Chips 14 mit einer Unterseite 22 der AnschluBban- 
der 12, 13 durchgefiihrt wird. 

Hierzu sind in den von den AnschluBbandern 12, 13 abgedeckten Berei- 
25 chen der Tragerfolie 1 1 eines Chiptragers 28 taschenformige Kontaktauf- 
nahmen 23, 24 ausgebildet, die zur Aufnahme der Bumps 15, 16 des 
Chips 14 dienen. Dabei kann - bei entsprechender Praparierung der 
Oberflachen der AnschluBbander 12, 13, also beispielsweise durch eine 
Kontaktmetallisierung, - eine unmittelbare Kontaktierung der Bumps 15, 
30 16 mit den AnschluBbandern 12, 13 erfolgen, oder auch eine Kontaktie- 
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rung - wie in Fig. 4 dargestelit bei der zusatzlich ein separates Verbin- 
dungsmaterial, wie beispielsweise ein Lotmaterial 25, zwischen den 
Unterseiten 22 der AnschluBbander 12, 13 und den Bumps 15, 16 des 
Chips 14 angeordnet ist, voTgesehen werden. 

5 Fig- 5 zeigt in einer weiteren Ausfiihrungsform ein Chipmodu! 26, bei 
dem im Unterschied zu dem in Fig- 3 dargestellten Chipmodul 18 auf der 
den AnschluBbandem 12, 13 gegeniiberliegenden Seite der Tragerfolie 11 
ein Gegenband 27 vorgesehen ist, das in gleicher Weise wie die An- 
schlufibander 12, 13 auf die Tragerfolie 11 aufgebracht ist und aus 

10 demselben Material wie die AnschluBbander 12, 13 bestehen kann. 

Durch den in Fig. 5 dargestellten Aufbau aus einander gegenuberliegend 
angeordneten und durch eine isolierende Zwischenschicht in Form der 
Tragerfolie 11 voneinander getrennten AnschluBbandern 12, 13 einerseits 
und dem Gegenband 27 andererseits wird elektrisch eine Kondensatoran- 
15 ordnung realisiert, deren Ersatzschaubild in Fig. 6 dargestelit ist. Gcmafl 
Fig. 6 ist durch den Aufbau des Substrats 28 elektrisch eine Reihen- 
schaltung von zwei Kondensatoren realisiert, die parallel zum Chip 14 
angeordnet sind. 

Fig. 7 zeigt eine mogliche Variante zur Herstellung eines Chipmoduls, 
20 wobei der in Fig. 7 dargestellte Anlagenaufbau insbesondere die Her- 
stellung des in Fig. 4 dargestellten Chipmoduls 20 in einer endlosen und 
zusammenhangenden Anordnung ermoglicht. Hierzu umfaBt die in Fig. 7 
schematisch dargestellte Anlage eine Vorratsrolle 30 mit darauf aufge- 
wickelt angeordneter Tragerfolie 11, die in Richtung des Pfeils 31 abge- 
25 wickelt und am Ende der Anlage auf einer Produktrolle 32 aufgewickelt 
wird. Im Zwischenbereich der Vorratsrolle 30 und der Produktrolle 32 
befinden sich zwei Vorratsrollen 33 und 34 mit aufgewickeltem An- 
schluBband 12 bzw. 13. Zwischen den Vorratsrollen 33 und 34 einerseits 
und der Produktrolle 32 andererseits befindet sich eine Laminierwalze 35. 
30 Zur Herstellung einer endlosen bandformigen und zusammenhangenden 
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Anordnung von Chiptragern 28 bzw. Chipmodulen 20, wie in Fig- 4 
dargestellt, erfolgt gemfifi Fig. 7 eine getaktete Vorbewegung der Trager- 
folie 11 in Richtung des Pfeils 31, wobei entsprechend dem vorgegebenen 
Takt in definierten Abstanden durch eine Stanzeinrichtung 36 Fensteroff- 

5 nungen zur Ausbildung der in Fig. 4 dargesteilten Kontaktaufnahmen 23, 
24 in die Tragerfolie 11 eingebracht werden. Nachfolgend der Stanzein- 
richtung 36 werden der Tragerfolie 11 von den Vorratsrollen 33, 34 die 
AnschluBbander 12, 13 zugefiihrt und anschlieflend in einem durch die 
Laminierwalze 35 und eine Gegenwalze 37 gebildeten Walzenspalt in 

10 einem Kontaktbereich 38 mit der Tragerfolie 1 1 verbunden. Durch diesen 
Fuge- oder Verbindungsvorgang ist also nachfolgend der Laminierwalze 
35 der in Fig. 4 mi Schnitt dargestellte Chiptrager 28 in endloser Form 
ausgebildet und wird auf der Produktrolle 32 aufgewickelt. Die Produk- 
trolle 32 kann nun ihrerseits als Vorratsrolle far ein anschlieBendes 

15 Herstellungsverfahren zur kontinuierlichen bzw. getakteten Kontaktie- 

rung von Chips 14 mit den AnschluBbandern 12, 13 verwendet werden, so 
daB in endlos zusammenhangender Anordnung Chipmodule 20, wie in 
Fig. 4 dargestellt, herstellbar sind. 

Zur Vorbereitung fur eine nachfolgende Herstellung von Transponderein- 
20 heiten konnen auch nachfolgend dem Laminiervorgang Spuleneinheiten 
mit den AnschluBbandern kontaktiert werden. Die Ausbildung der Spulen 
ist hierbei beliebig. Die Spulen konnen auf einem separaten Trager 
angeordnet sein oder in besonders vorteilhafter Weise tragerlos und 
unmittelbar auf die Tragerfolie aufgebracht und mit den AnschluBbandern 
25 kontaktiert werden. In diesem Zusammenhaog erweist sich die. Verwen- 
dung von Drahtspulen als vorteilhaft. 
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10 PatentansprUche 

1. Chiptrager zur Ausbildung ernes Chipmoduls mit einem Substrat und 
auf dem Substrat angeordneten AnschluBleitern, wobei die AnschluB- 
leiter streifenformig ausgebildet sind und sich parallel iiber das 
15 Substrat erstrecken, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die AnschluBleiter aus auf das Substrat aufgebrachten elektrisch 
ieitfahigen AnschluBbSndern (12, 13) bestehen und das Substrat durch 
eine Tragerfolie (11) gebildet ist. 

20 2. Chiptrager nach Anspruch 1 3 

dadurch gekennzeichnet, 
^B^^ daB die Tragerfolie (11) zur Ausbildung einer Kapazitat auf ihrer den 

AnschluGbandern (12, 13) gegenuberlicgenden Seite mit zumindest 
einem weiteren Ieitfahigen Gegenband (27) versehen ist, derart, daB 
25 die isolierende Tragerfolie als Zwischenlage zwischen den AnschluB- 

bandern einerseits und dem Gegenband andererseits angeordnet ist. 

3. Chiptrager nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, 
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daJB die AnschluBbander (12, 13) zumindest abschnittsweise mil einem 
Verbindungsmaterialauftrag zur Kontaktierung mix den Kontaktme- 
callisierungen (15, 16) eines Chips (14) versehen sind. 

4. Chiptrager nach einem der vorangehenden Anspruche, 
5 dadurch gekennzcichnet, 

daB die AnschluBbander (12, 13) zumindest abschnittsweise mit einer 
Kontaktmetallisierung zur Kontaktiemng mit den Kontaktmetallisie- 
rungen (15, 16) eines Chips (14) versehen sind. 

5. Chiptrager nach einem der vorangehenden Ansprttche, 
10 dadurch gekennzcichnet, 

dafi die AnschluBbander (12, 13) ) mit AnschluBenden einer Spulen- 
einheit verbunden sind. 

6. Chipmodul mit einem Chiptrager nach einem der Anspriiche 1 bis 5 
und einem Chip, der AnschiuBfiachen mit erhohten Kontaktmetallisie- 

15 rungen aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Kontaktmetaliisiefungen (15, 16) des Chips (14) mit der 
Oberseite (21) der AnschluBbander (12, 13) kontaktiert sind. 

7. Chipmodul nach Anspruch 6, 

20 dadurch gekennzeich n e t , 

dafi die mit den Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) 
kontaktierten AnschluBbander (12, 13) mit den AnschluBenden der 
Spuleneinheit verbunden sind. 

8. Verfahren zur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 6 oder 7, 
25 gekennzeichnet durch 

die Verfahrensschritte: 


! 


Datum 05.05.99 12:54 FAXG3 Nr: 130613 von NVS:FAXG3. 12/00931796980 (Seite 13 von 17) 


O O O O o 


10 


15 



, A»fbrin.ung von zumindest zwei elektrisch leitfahigen AnschluB- 
bandern (12, 13) auf eine Seite einer Tragerfolie (11), derart, daB die 
AnschluBbander sich in paralleler Anordnung tiber die Tragerfolie er- 
strecken, und 

- Kontaktierung von Kontaktmetallisierungen (15, 16) des Chips (14) 
mit den Anschlufibandern, derart, daB jeweils eine Kontaktmetallisie- 
rung des Chips mit einem AnschluBband kontaktiert ist. 

9. Verfahren =ur Herotallung cinee Chipmodule nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB vor der Kontaktierung der AnschluBbander (12, 13) mit dem Chip 
(14) die Kontaktierung der AnschluBbander mit der Spuleneinheit er- 
folgt. 

10. Verfahren aur Herstellung eines Chipmoduls nach Anspruch 8 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Aufbringung der AnschluBbander (12, 13) auf die Tragerfolie 
(U) kontinuierlich erfolgt, derart, daB die AnschluBbander und die 
Tragerfolie als Endlosbander bereitgestellt werden und in einem 
Kontaktbercich (38) unter Ausbildung einer Haftung kontinuierlich 
gegeneinander bewegt werden. 

1 1. Verfahren nach Anspruch 10, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerfolie vor Ausbildung des Kontaktbereichs (38) mit den 
AnschluBbandern (12, 13) in definierten Abstanden mit Fensteroff- 
nungen versehen wird, derart. daB im nachfolgend ausgebildeten 
Kontaktbereich die FensterSffnungen unter Ausbildung von taschen- 
formig ausgebildeten Kontaktaufnahmen (23, 24) von den AnschluB- 
bandern (12, 13) abgedeckt werden. 
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12. Verfahren nach einem Anspruche 8 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Tragerfolie (11) auf der der zur Aufbringung der Anschlufi- 
bander (12, 13) bestimmten Seite gegenttberiiegenden Seite mit zu- 
mindest einem weiteren elektrisch leitfahigen Gegenband (27) belegt 
wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die AnschluBbander (12, 13) und/oder das zumindest eine Gegen- 
band (27) in einem Laminierungsverfahren auf die Tragerfolie (11) 
aufgebracht werden. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Haftung zwischen den AnschluBbandern (12, 13) und/oder 
dem zumindest einen Gegenband (27) und der Tragerfolie (11) uber 
einen Hot-Melt-Auftrag erzeugt wird. 
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